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[bookmark: heading_0]一、回流焊系列 | SMT贴片精密焊接解决方案
回流焊（Reflow Soldering）是SMT表面贴装制程的核心自动化设备，完全依据IPC-A-610、J-STD-001国际电子装配与焊接工艺标准，通过可控的阶梯式温控曲线，完成锡膏活化、预热、恒温浸润、回流熔融、惰性冷却全标准化制程，实现SMD贴片元器件与PCB焊盘的冶金级可靠结合。设备可解决微型精密元件、多引脚封装芯片的焊接一致性难题，是消费电子、工业控制、半导体封装量产的核心标配设备。
本系列覆盖热风、红外、气相、真空四大主流回流工艺，全机型搭载工业级PID闭环温控系统、独立模块化温区、闭环热风循环结构，支持无铅环保、低温、高温等全品类锡膏工艺，兼容单面、双面、多层精密SMT电路板生产，可适配从样品试制到大批量自动化量产的全产能需求。
我们可根据您的元器件封装规格、PCB板层结构、生产产能及车间工况，精准匹配设备机型与工艺参数。如需专业工艺评估、精准选型及设备落地报价，欢迎在线咨询提交需求，专属工程师为您一对一定制合规焊接解决方案。
[bookmark: heading_1]1.1 热风回流焊炉
工艺原理：采用强制对流热风循环加热技术，通过上下对称风道均匀输出恒温热风，依托空气热传导实现PCB板面全域均匀升温，全程遵循标准SMT回流温控曲线，是国际电子制造业通用性最强、稳定性最高的主流回流焊接工艺。
核心优势：1、多段独立可控温区，板面温差控制精度高，杜绝局部过热、冷点虚焊问题；2、全域热风循环，热场均匀性优异，焊点浸润性饱满；3、设备结构成熟、运行故障率低，后期运维成本极低；4、兼容全品类常规贴片元件，工艺适配性极强，支持无铅环保量产标准。
适用场景：广泛应用于消费电子、家电控制板、普通工控板、通讯模组等常规民用、工业级产品生产，适配0402/0201常规贴片电阻电容、SOIC、SOP、常规BGA等通用元器件，覆盖中小批量到大批量全产能量产场景。
如需匹配生产线产能、定制温区数量与设备尺寸，可即刻咨询获取专属设备参数与落地报价。
[bookmark: heading_2]1.2 红外回流焊设备
工艺原理：采用红外辐射穿透式加热技术，区别于传统热风对流模式，通过红外光波穿透PCB表层，实现焊盘与锡膏由内而外同步受热，升温响应更快、热损耗更低，规避热风对流带来的元件移位、轻小元件吹偏问题。
核心优势：1、热辐射均匀柔和，热冲击系数低，有效保护薄壁、不耐高温精密元器件；2、升温速度快、温控响应灵敏，生产效率优于传统热风设备；3、无高速气流干扰，可杜绝微型贴片元件偏位、立碑、移位不良；4、设备兼容性强，可无缝对接全自动SMT流水线。
适用场景：主打轻薄型PCB板、超薄模组、微型精密小件焊接，适配智能家居、小型数码产品、可穿戴设备、轻量化通讯电路板等对元件保护性要求高的生产场景。
针对轻薄PCB、精密小件焊接工艺需求，欢迎咨询了解设备工艺适配方案与详细报价。
[bookmark: heading_3]1.3 气相回流焊设备
工艺原理：气相回流焊（Vapor Phase Reflow）依托惰性氟化介质蒸汽潜热换热原理，在密闭无氧环境内通过饱和蒸汽冷凝放热实现等温焊接，全域温度严格统一，无任何温差梯度，是高端精密电子焊接的国际主流工艺。
核心优势：1、真正意义上的全域等温焊接，彻底解决BGA、底部填充芯片、异形器件受热不均难题；2、无氧惰性焊接环境，杜绝焊盘氧化、器件烧损、焊点发黑问题；3、无热风气流干扰，零元件移位不良；4、焊点浸润性极佳，空洞率远低于常规回流工艺，焊点可靠性大幅提升。
适用场景：专注高可靠性、高精度高端电子产品，涵盖汽车车载主控电子、航空航天器件、高端医疗设备、5G高频通讯模组、精密射频电路板等高附加值产品量产。
若您有高精密、高可靠性PCB焊接生产需求，可提交生产工况，获取针对性气相焊设备选型与报价方案。
[bookmark: heading_4]1.4 真空回流焊设备
工艺原理：结合精准回流温控工艺与真空负压除气技术，在焊锡熔融回流阶段抽取炉内空气与助焊剂挥发气体，消除焊点内部气泡与空洞，搭配惰性气体保护，实现高密度、高致密性焊点焊接，符合半导体高可靠装配标准。
核心优势：1、大幅降低焊点空洞率，可将大功率焊盘、BGA焊点空洞率控制在5%以内，达到行业顶级标准；2、焊点致密性更强，导电、导热性能优异，适配大功率器件散热需求；3、真空除气可有效消除助焊剂残留气孔，杜绝焊点后期氧化、脱层失效；4、支持高温无铅、高可靠封装特殊工艺。
适用场景：聚焦半导体封装与高端功率电子领域，适配IGBT功率模块、车载功率PCB、高端芯片封装基板、新能源电控板、精密功率器件等高可靠、低空洞要求的生产制程。
针对高端精密封装、低空洞率焊接需求，欢迎联系我们定制专属真空回流焊接生产方案。
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二、波峰焊系列 | THT通孔插件自动化焊接解决方案
波峰焊（Wave Soldering）是THT通孔插装制程的核心自动化设备，严格遵循IPC-A-610、J-STD-003国际通孔焊接标准，通过熔融无铅焊锡形成稳定可控的液态锡波，与匀速传输的PCB通孔焊盘、元件引脚充分浸润、填充通孔，实现插件元器件的连续自动化焊接，彻底替代人工焊接，解决插件产品一致性差、不良率高、产能低的行业痛点。
本系列涵盖单波峰焊、双波峰焊、选择性波峰焊三大机型，全面覆盖小批量打样、标准量产、混装板精密焊接全场景，支持无铅环保焊锡工艺，兼容单面、双面、多层通孔PCB板，广泛应用于电源、工控、家电、汽车电子等插件密集型产品领域。
我们可根据您的插件密度、PCB板规格、日产能需求精准匹配机型，如需专业工艺评估与设备落地报价，可在线咨询获取专业落地方案。
[bookmark: heading_6]2.1 单波峰焊设备
工艺原理：采用单级稳定锡波成型技术，通过锡炉恒温熔融焊锡，经导流结构形成平整连续的单层锡波，PCB板匀速过板完成整板通孔插件浸润焊接，工艺简洁、运行稳定。
核心优势：1、设备结构精简，占地面积小、能耗低、运维便捷；2、操作门槛低，调试简单，适配多品种切换生产；3、性价比优势突出，设备投入与后期维护成本低；4、锡波稳定性良好，可满足常规插件基础焊接质量标准。
适用场景：适配中小型加工厂、研发试样、小批量多品种生产场景，主要用于插件密度低、工艺要求常规的家电小板、简易工控板、普通电源板等产品焊接。
适合小批量插件生产与打样需求，欢迎咨询获取设备详细参数与优惠报价。
[bookmark: heading_7]2.2 双波峰焊设备
工艺原理：采用行业标准乱波+平波双级组合工艺，第一级高压乱波穿透密集插件间隙，冲刷引脚底部、排出通孔空气，消除漏焊死角；第二级平整层流平波完成焊锡均匀浸润、焊点修平，优化焊点成型效果，是THT量产主流标准工艺。
核心优势：1、双波互补，彻底解决密集插件、细引脚元件漏焊、虚焊、连锡、空洞等不良；2、传输速度、预热温度、锡波高度全维度可调，工艺适配性极强；3、支持24小时连续全自动量产，产能稳定、良品率高；4、兼容绝大多数工业、民用插件PCB板，是规模化生产线标配设备。
适用场景：主打中大型批量标准化量产，适配电源主板、工控设备板、车载插件板、家电主控板等插件密度高、量产需求大的各类电子产品。
针对大批量插件量产提质增效需求，可提交生产参数，获取专属双波峰焊选型与报价。
[bookmark: heading_8]2.3 选择性波峰焊设备
工艺原理：采用数控定点精准喷锡、局部浸锡工艺，区别于传统整板过锡模式，通过可编程控制系统精准定位焊接点位，仅对目标插件区域完成锡波焊接，非焊接区域全程避空，实现精细化局部THT焊接。
核心优势：1、精准局部焊接，可全面保护板面SMT贴片元件、胶壳、热敏电容、连接器不受高温损伤；2、可编程存储多套焊接程序，适配多品种产品快速切换；3、无整板高温受热，杜绝PCB板变形、基材碳化问题；4、替代人工补焊，大幅提升混装板焊接效率与一致性。
适用场景：专为SMT+THT混装PCB板、局部插件高密度板、异形结构板定制，广泛应用于高端工控、精密仪器、车载电子、医疗设备等对焊接精度、板体保护性要求极高的生产场景。
针对混装PCB、局部精密插件焊接工艺，欢迎咨询定制精准焊接方案与设备报价。
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三、手工焊台 & 返修设备系列 | 打样、维修、补焊精密解决方案
手工焊台与返修设备是电子装配制程的重要辅助设备，遵循IPC维修工艺规范，主要服务于新品研发打样、小批量试制、产线不良品补焊、高端精密芯片返修、售后设备维修等非标零散场景，配套SMT、THT生产线后端质检返修工序，在保障PCB基板与元器件零二次损伤的前提下，提升返修良品率与作业效率。
本系列覆盖常规补焊、自动化手工焊接、精密芯片返修全维度设备，可根据不同精度元器件、不同作业场景匹配专属设备，全方位满足研发、生产、售后全流程焊接返修需求。
如需精准选型指导与设备落地报价，可随时咨询获取专属解决方案。
[bookmark: heading_10]3.1 恒温智能焊台
工艺原理：搭载高精度闭环PID温控系统，实时采集焊嘴温度并动态补偿调节，实现温度恒定输出，杜绝温度波动带来的焊接缺陷，适配常规人工精密焊接作业。
核心优势：1、温控精度高、温度波动小，热响应速度快，升温后快速恒温；2、温度区间宽泛，适配高低温不同焊锡工艺；3、焊嘴导热均匀、热稳定性强，可有效避免元件烧损、虚焊、冷焊；4、操作简单、故障率低、耐用性强，适配高频次日常作业。
适用场景：适用于实验室新品研发试样、产线常规点位补焊、插件/贴片小件维修、设备售后检修等通用场景，适配各类常规PCB板与普通元器件焊接返修。
需要高稳定性常规补焊设备，可咨询了解设备参数与批量采购报价。
[bookmark: heading_11]3.2 自动送锡焊台
工艺原理：集成智能恒温焊接与可控自动送锡系统，通过电机精准控制送锡速度、送锡量，搭配恒温焊嘴，实现焊锡定量、定点、匀速熔融焊接，标准化人工焊接流程。
核心优势：1、替代人工手动送锡，解决送锡不均、焊点大小不一、焊锡浪费等问题；2、焊接参数可控，焊点一致性大幅提升，工艺规范性更强；3、兼顾精度与效率，降低人工操作误差；4、适配精细化点位焊接，可完成细脚元件、微小焊点稳定焊接。
适用场景：主打研发试样精细化焊接、小批量手工点位生产、线束与PCB焊盘对接、精密细脚元件补焊等对焊点规整度要求较高的作业场景。
针对精细化手工焊接提质增效需求，欢迎在线咨询获取设备详细报价与工艺适配方案。
[bookmark: heading_12]3.3 BGA芯片返修焊台
工艺原理：采用上下独立分区热风加热+底部恒温预热结构，可自定义编辑专属温控曲线，匹配不同封装芯片的耐热参数，精准完成精密芯片拆焊、除胶、植球、重装、固化全标准化返修流程。
核心优势：1、上下温区独立可控，局部精准加热，热影响区域极小；2、曲线化温控，规避瞬间高温冲击，保护PCB基板与周边元器件；3、可精准处理芯片除胶、植球、对位固化全工序，返修良率高；4、适配多规格精密封装芯片，工艺兼容性极强。
适用场景：专注BGA、QFN、LGA、CSP等底部封装、无引脚精密芯片的返修作业，广泛用于高端电子产品维修、精密电路板返工、新品研发调试、芯片封装测试等场景。
若您有精密芯片返修、高端电路板调试需求，可提交产品工况，获取专属BGA返修设备选型与报价。
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四、特种焊接设备系列 | 软板、微元件、高精密非标焊接解决方案
特种焊接设备针对常规回流焊、波峰焊无法适配的高端非标精密焊接场景研发，严格遵循国际精密电子装配工艺规范，聚焦柔性板材、微型元器件、异形结构、高可靠军工级焊接需求，解决传统焊接工艺热损伤、精度不足、贴合不良、良品率低的行业痛点，是高端超薄电子、精密传感、军工医疗产品的核心焊接设备。
本系列可支持非标工艺定制、参数个性化调试，适配各类特殊结构PCB与精密器件生产。如需适配特殊产品生产工艺，可联系工程师一对一定制专属焊接解决方案与设备报价。
[bookmark: heading_14]4.1 热压焊接设备（脉冲热压机）
工艺原理：采用脉冲式瞬时升温、恒温保压、分段冷却一体化工艺，通过高精度压力传感器与温控模组，精准控制压力、温度、保压时长，实现FPC软板、排线与硬板焊盘的贴合式冶金焊接。
核心优势：1、压力与温度全域精准可控，焊接压力均匀，杜绝软板压伤、排线断裂；2、瞬时升温、快速冷却，热影响范围小，保护柔性基材；3、焊点平整饱满、贴合度高，无虚焊、假焊、接触不良问题；4、可存储多组工艺参数，适配多品种产品快速切换量产。
适用场景：专业适配FPC柔性线路板、FFC扁平排线、液晶显示排线、精密连接器端子与PCB硬板的对接焊接，广泛应用于超薄数码、穿戴设备、车载显示、精密触控模组等柔性电子产品批量生产。
针对FPC软板、排线精密压焊需求，欢迎咨询获取设备参数适配与精准报价。
[bookmark: heading_15]4.2 激光精密焊接设备
工艺原理：采用高聚焦光纤激光束非接触式加热技术，通过微米级精准定位，将激光热能聚焦于焊接点位，实现局部瞬时熔融焊接，无机械接触、无大范围热传导，是目前行业精度最高的焊接工艺之一。
核心优势：1、定位精度可达微米级，热影响区域（HAZ）极小，不损伤周边元器件与PCB基材；2、非接触式焊接，无机械应力，杜绝薄板变形、元件破损；3、焊点细腻、一致性高、稳定性强，可实现超微型器件量产焊接；4、支持自动化编程、非标异形轨迹焊接，适配流水线集成。
适用场景：专注超高精度微焊接场景，适配01005超微型元件、精密射频模组、超薄PCB板、微型传感器、金属端子微焊点焊接，广泛应用于高端数码、半导体、医疗电子、航空航天、军工精密器件等高精尖领域。
超高精度微焊接工艺需求，可提交产品工艺要求，获取专属激光焊接设备方案与报价。


